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B 6 % W[a A FAQ
M TARBREFSME BT XFEFPRSMNZOHRE, BdBEMREXNE, Ei
I aHs. Wil REMNXBRAS R, AR RNNIERE AW ELIEF.
—. BN B A% O R
XK E EAMEE B, Br&ERERS AN EIM:
1. #®fE: RERWEMBEER, BRALFARLE]
° RERE: FTHRAEMEFTIREMRERK, SEEXHERNFES
° WIBT % AEEFERSHENBESRAEMNEGHNBEFESR, BTHEL LR
AN BZREREEEN A RGE
2. IRA: Loader BN A Exhiz iz nEk k!
o WERE: EaiESIRREBTHINGEL
° WIRT R MEARBTERERAGERMESLTETRE AL EFEHZIM
3, WEMARBBRNBEREIP AR
3. R#E: 10 REXHAEFE
o REFRE: I0REXHER, HSHEEXHLNEBEREERR
° WIRTFE HARGERZENN IO REXHFEERFE, WEXHBREITE
JR 3= K AR o] iR
Z. & B BN B Az
XK BBE SRR FITEHANFVREBIRE, BEEFTHESESRRE
1. 3R3&: Loader izzhizEHI-RHIIE1L KM
° REFRE: 2ERTEWMA. EhEHREGHRE
o WIRTTE: WITEYMBEEEFR LB, BEslEF#THR AR ERTRE
2. R RET/ESERAFERE
° REFRRA: MEHAEERAT/[EAE. WRES/SEREHFHE. XKEI10
RRFE
o LIRTTE MRRRREIMNERGERNES/AERTIANR, WIARKRITER
7 BRERHENN 10 SE2FEFEMA
3. R&: X/Y/Z/R #EFHBAT
o REFERHA: EFTEREFHAMER 8HRENEFFRK
o WI8TTE BERETHSEMNSRETZEMNERREEFHER, ZX¥wRw
HIIZ IR FE N BX R 43 A RALTE
=. New Cassette & BRI BNAMBAZ O E
XEpBSATREBMBAN, EESBHXRESTER:
1. #R$E: Wafer A EREERY, HaiREMEIF Wafer
o REFRE: ARRERKNEIAENREEE
° WA RERNERNREEXGHERE, MIARBERSFESLTEETE
RS
2. kiE: Wafer HEERRE, FERBH/HBE
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° RERER: ARBFERHERERSEN
o WIBTTE: FTARERIARNSBEERERS, BEAFHSETIHNREEEIRG
SEE, EFHTHEERE
3. #E: Wafer HEERRE, RENEZREBHAEETEE
° RERERR: ARBFENREREMNEBERRTEMNAZRE
° WIRTTE RENENREZENESRE, BERAESHTNERVLE.
BB, NEBRAEREEFENAMS
M. €835 L iz iE
XENBEEZMREEEAINE, SERREERE. EANsKEZDER:
1. #k%E: &I Wafer Notch/Flat KM, RETEBIE—FNARKEIEAHRO
] REFRRF: BEEAMEGEDIRIRENTERE
° 4632755k 1A% Notch/Flat EHHIEXIRFNSE, IR AFHNIERTR
Notch/Flat FIR B E AL
2. iRE: HUBKER
° RERR: R TEAAYIEE FH
° WIRTFTE B R TWAENEEBRRRGRIAMENSHEESN, HERS
GEESESERN, MANOERN ., EEEESEMNERE
3. IR$E: Wafer ID SR 51 % M #155IR 51 Sk /AR5 5L
° REFRE: FERFISURIRAIEE SORMNERTEBEREIN
° 3B TTE: AE Wafer ID IRFISEERTHAGEE, FahUIIRBIEM 1D 28
BERGERE, WIARERT ID FHLER
4. IREE: EFBM@E Prober HREE, FELMNHE Wafer REEE
° REFER: WASEEREFENEZRABER, SRERZELEHBE Chuck
° WIRTTE BREFEESERESBESRE, EFRE Prober iR LB MR
HALER
5. R&E: Chuck E 4505k
° RERE: REMEBG Chuck RES B E KK
o WIETTE E Chuck EEERBIUIRZS, #IA Chuck EZHERITHES
FEIZTEX
F. RESLER (Find Wafer Center) BB &
XEANBLEESBEESENMREEZ, HeRNKBE:
1. R EHREEPOEYE: Chuck 8 LETEZES
o REFER: REEAORIERENR, Chuck RIGNEIERESKIES
° IR TR SIBIFAIA Chuck EEEIURE, & Chuck ERHE RIEHE
BEILFR
2. H®EH: ERREPORK, BEMNEBHUKERE
° RERR: ARTELNREDSELGFEBERREENSIERE

/
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o 4038755% BIBIALBIRETE Chuck LHREBNBERSHIRER, HRE
RMEREREREMRE
3. #HkE: ERREEPOEK

o WERE: WRETERD Chuck SRERNZFRE, SBEERLGENTE

KA
® 3ETE EFRARRRDSZRMNNBXSH, SEMALTINEKR R EHF
ARALIE

. mEXAL (Wafer Alignment) BB A~
XK BMEZREBNNAERE, BRENERERERAZOER:
1. ®#E: TEEEEREDOITHITEEITAL
o WREFRE: BEABRINFER RARERBERMNDEN. #WARERFPOHBE
AL
° WIBTT%: APITAEEREBEMAAE, wAREROLRE, BE5N
Wafer Alignment 154X IR 1E
2. IRiE: BHEXAIEB: BEhX &AL E R K B8
° RERE: RATMTFMAIXT AR, BXERERK
° WIRTT%: BMERBEWLESHXEEITEMIER, BSRACENNE

MMRXRIZITSE
3. IRfE: BAMARM: EEMALFRAETELRENER
® IWERE: LaE N E R MM AR R A L EC

o WIRTTE: BREIFIMIMAERNAERSFAEKDIEY, FHIEREMHXE
BT AIARMR
4. IRfE: FBUXTAIERM: KT RBY T E SRR FES] K
o REFEA: BEKFERNBRNAEIN, HESLEESITE L BENES] LR
o BIBTTE EFNAFEEWXECEMXSAENR, EINRERER Index X/Y FEE
SEEERRE
£. BEMHL (Needle Alignment) B ERFZ &
XK B E ERBRERIEMEE, TESHEILEHRETE. RERIAAER:
1. R BEXIAAEMELM: Prober EEREKBIE
o REFRRE: E&LELETNRTEAGMEESRP, BIEXNERERD
o WIRTTIR: HAIA Prober I EERFTEEE S, RELERT ST AE R
wESERLER
2. REE: FSHAAEME: Pad SEMEIES A KB/ E P EIE AT
o REFERA: NEEshE, RSELEFBRISFMAINIK Pad RAER
o WIRTE HIIAESER Pad SADEMIERE, BUERERNEFRITEER Pad

EMRAE
3. REE: WEWAAMER: REMFaHHNEHTE
° RERA: £EMNERERHNE, HEFIIXNHTEIERRTN
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® WIRTTE BIAFIXEHRBETERT, BRATEEENENETFaXTE
AT
4. IREE: FEAIELE: BERERTRAK, HEHEIMELK
® WRERRE: $RAEMENAR, WHTELEEIER
° WIRTE T BN AARIRFrE X B E REW L ER, FHRXEEFFMXTAER
REER
J\. stk (Probing) BfER#ZiREE
XEEASFEPHES~NERE, ERHCRE TR
1. REE: WEPMIA KR : Prober L ERAKSIE
® RERRA: NEREBNFITRE MR R
° LIRTTE 483 Prober EERAEGRS, WIAREIBESERHA
2. R BHEE—NRK (Die) KM/ XYZR #izzhiB
° REEFERH: RE Map BUEBTRFE, AT TEFPREEGER SIS
Hh BT
° WIRT R BEEBRREREPARHESENRERE, BREENSEUREF
N EE
. TR/ &EEE AR E
XK E & TEMERNK TR ENEERE, R RBER:
1. #&$E: HBT Chuck £3&F Wafer, IELHITRE
® RERR: THAERH, RELNE Chuck LEZKMEEES
° AIRFTE: HEIA Prober Chuck EZRE, RERGHERBRRIFENSR
)
2. iRiE: TFBM Prober BUE Wafer 5, FELRBRNFESES
° RERE: BRANMETHREFERANNELRS, FhiERNEE
° WIEFE BRETFBEESERRBHNIERES, EEFHRE Prober IELA L E
H9 TR B AR
3. ikE: BEHHERCSHFRE Wafer
° RERR: BENERN, RGHEEMMREEEERRNE
® WIRTE HEREFEEBIERESENZESER, KEABRFARARTIALIE
FEERE
. EERELALIEEM
TEMRHTEETEREFSHENRNEE, SHNGMEFIUTRUERNETRA. ASMH

o

1. XAEEERHIIEFERERIEART TRIENG; VIEGETEREFEXSFIEEERERA
BANRFEBEHTEA, XAREE—NEZRTIEEE

2. FERUBIPFARFUERBITFRENR, AEHGRE, IERERELSRHIFET
BEImHeT

3. REEBTHEDMREMRE. SERARE, BXNHELERRFESMEEIRGE
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4. REBTEPAEFLETEE. BEMBEFZOSH, BWNBEAGETTER
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